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Leiterplatten-Layout Vorschlag fir SMT Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3

P CB-Layout Pr OpOS&/ for SMT tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 850 Stuck

packaging unit: 850 pcs
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g ~ Anforderungsstufe 1
2 ' performance level 1
E 0,75 005 Kontaktbezeichnung
2 127 contact marking Kontaktbereich vergoldet
i - : - 3,015 mating area gold plating
g ;a 10,77 £0,03 Anschlussbereich verzinnt 4-6 pm
g 53 terminal area 4-6 um tin plating e
s g . § mit Verriegelung
2 Koplanaritat der Anschlisse < 0,1 mm
EHHL > coplanarity area of termination < 0,1 mm with locking mechanism
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